
  

Diamond 

Sponsor 

¥500,000 

Platinum 

Sponsor 

¥350,000 

Gold 

Sponsor 

¥200,000 

Silver 

Sponsor 

¥50,000 

ロ
ゴ
掲
載 

Additional Logo recognition 1 

ICEP2022ホームページ・プログラム・Live Session休憩
中のスクリーンセイバー 

○ ○ ○ ○ 

Additional Logo recognition 2 

参加登録画面・オンラインプラットフォーム 
○ 〇 － － 

Additional Logo recognition 3 

名札 
○ － － － 

広
告 

Advertising Opportunities 1 

オフィシャルプログラム・論文集 （A4 1P） 
○ ○ ○ － 

Advertising Opportunities 2 

Live Session休憩中のスクリーンセイバーPPT1枚 
〇 〇 － － 

Advertising Opportunities 3 

いずれかのKeynote講演とWelcome receptionの前に
宣伝動画 

〇 － － － 

Booth included in sponsorship 

※1） 展示ブース 5/11(水)-13(金) 
〇 〇 〇 － 

Contact Information of Registered Attendees that Opt-

In 

参加者リスト（掲載許可のある方のみ） 
〇 〇 〇 〇 

Complimentary Registrations  

参加登録優待 
3 2 1 － 

ご案内 

ICEP2022では、ロゴ掲載・広告・機器展示等の得点付きのスポン
サーを募集することになりました。是非この機会にご検討下さい。 
本国際会議は、Advanced packaging、Design, Modeling and 

Reliability、Emerging technologies、High-speed, wireless & 
components、 Interconnections、Materials and processes、
Optoelectronics、Power electronics integration、Thermal 

managementといった幅広いセッション構成で電子機器実装技術の
課題を論じる場で、15ヶ国以上から150件を超える口頭発表と、3件
のKeynote、多くのポスター発表を予定しております。

ICEP2017[343名]、ICEP-IAAC2018[413名]、ICEP2019[413名]、
ICEP2021(オンライン)[362名]の参加者にご参加いただきました。 
是非ともこの機会を、貴社の広報にお役だて下さい。 

お申し込みをお待ちしております。 

お問い合わせ 

ICEP2022組織委員会事務局（エレクトロニクス実装学会） 
TEL：03-5310-2010 
E-mail: icep2022@jiep.or.jp     

URL: http://www.jiep.or.jp/icep/ 

スポンサー募集期間 

スポンサー募集 〆切       ：2022年  3月10日 

申し込み 

ICEP2022HPよりお申込みください。 

スポンサー申込 

スポンサー募集のご案内 

ENTITLEMENT 

mailto:icep2019@jiep.or.jp
http://www.jiep.or.jp/icep/index.html
http://jiep.or.jp/icep/sponsor.html

